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供應商相關：生產製程確認與監控 

專業的產品封裝/測試生產製程確認與管控： 
晶片封裝製程認可程序 

晶片測試認可程序 

供應商的質量監控＆定期評核 

 
 目的：提供質量一致性高、穩定性佳的產品給客戶，幫助客

戶生產順利、提高良率與直通率。 

產品規格確認 客戶相關製程確認產品可靠度確認
產品生產製程確認
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晶片封裝製程認可程序 

品保部
產品工程單位

審查

工程試作
(數量: 410~1000 

pcs)

試產三批
(不連續生產)

封裝製程認可報告
& FT測試良率評估

可靠度項目中段讀點 

(譬如: 500Hrs)

PASS

完整可靠度報告
試產三批之封裝
製程監控報告

交期/配合度
產能/價格

試產三批之良率報告
& O/S failure rate

品保部
生管單位
產品工程單位
審查

量產投入
[逐月遞增]

封裝製程
認可流程

[High Volume & 

Small Package]

PASS

FAIL

故障模式分析

FA report (with CAR 

if necessary)

品保部
產品工程單位
審查

PASS

CLOSED

FAIL

FAIL

FAIL
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晶片測試認可程序 
 CP (Circuit Probing) Test 

Equipment Qualification 

Start

機台內/外校

Looping*3k(2次)

允收標準0收1退

GR&R判斷<5%

跨機合格 不合格

FAIL

FAIL

PASS

Start

機台內/外校

WAFER RUN一片
良品抽測6K 1收2退
不足一片補足數量

GR&R判斷<5%

跨機合格 不合格

FAIL

FAIL

PASS

PASS

PASS

FAIL

 FT (Final Test) Test 

Equipment Qualification 
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廠商的質量監控&定期評核-1 
1. 廠商的質量監控： 

 晶圓生產製程質量指標 
 重要製程參數之製程能力值(CPK)趨勢 

 製程特性電性檢測(PCM/WAT)項目&(CPK)趨勢 

 

 封裝生產製程質量指標 
 主要製程管制參數之製程能力值(CPK)趨勢 

 主要封裝 QC gate 缺點比率(DPPM)、批退率(LRR)統計，及柏拉圖分析 

 

 測試生產製程質量指標 
 導入量測系統分析(MSA)概念，對產品特性的關鍵參數，以GR&R < 5%為允

收規格，以判斷測試機台之穩定度 

 針對產品特性的關鍵參數，利用管制圖(SPC)，管制機台穩定度 

 FT 測試EQC每批檢視，加上月PPM/LRR 趨勢圖分析 

 測試彎腳不良/IC loss/正印不良缺點比率(DPPM)每批檢視，輔以月PPM/LRR 
趨勢圖分析 
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廠商的質量監控&定期評核-2 

1. 廠商的質量監控(續)： 

 紘康科技進貨品質抽驗統計分析： 
 每月以批退率(LRR)分析與趨勢圖，分析各供應商的品質趨勢 

 

 產品良率統計分析： 
 每月對主要產品之生產良率以批/月良率趨勢圖分析，輔以柏拉圖分析主缺

點比率 (TOP DPPM) 

 

2. 廠商(供應商、外包商)的定期評核： 
評核之權值比例為： 
 品保部門：品質 = 40% 

 採購/生管單位：交期 = 30% 

 產品工程單位：協調性/服務性 = 30% 

 

參考文件：廠商管理暨原物料驗證作業程序 
 

產品規格確認 客戶相關製程確認產品可靠度確認
產品生產製程確認


